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  摘要：本文介绍了制作高频电路用覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板的构成和特性、发展状况及其性能。 
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  1. 前言  

  随着电子信息技术的飞速发展，信息处理和信息传播的高速化，对 PCB 基材不断提出新要求，要求 PCB

基材除具有常规 PCB 基材的性能外，要求 PCB 基材在高温和高频（300MHz）下介电常数和介质损耗因数小且

稳定。常规的 FR-4 覆箔板存在诸多缺陷因此不能用于制作高频电路。 

  a. FR-4 覆箔板玻璃化温度低，耐高温性差，因此高密度组装大功率器件时，易导致铜导线脱落，使 PCB

的可靠性下降；在 PCB 钻孔时，钻头高速旋转发热使树脂软化而产生孔壁腻污。 

  b. FR-4 覆箔板的介电常数大，由高频下信号传播速率（V）与介质层介电常数的关系式 V=k1 C/ε可知，

介电常数越大，信号传播速度越慢，因而不能用于高频电路； 

  c.常规 FR-4 板的 z轴热膨胀系数大，在多层板焊接和高低温循环冲击时，热应力会使金属化孔的可靠

性降低，因而无法用于制作高可靠性电路。本文介绍的高频电路基材--覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板是为满

足耐高温高频电路开发的基材。 

  2. 覆箔聚酰亚胺玻纤布层压板的特性 

  覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板是由聚酰亚胺树脂、E-玻璃布、铜箔构成的复合材料。 

  该基材具有耐高温（Tg≥250℃）、 抗辐射及高温下优异的机械性能； 

  优异的高频介电性能在 300MHz～1GHz 下，介电常数 4.1，介质损耗因数 0.007； 

  优良的尺寸稳定性及机械加工性能 。 

  3.覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板的发展状况 

  我国高频电路用覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板的研究是由原电子部委托 704 厂研制的，该项目于 1989

通过电子部组织的鉴定。产品型号为 TB-73，其的各项性能达到美军标 MIL-P-13949/10A 的要求。该产品能

满足我国通讯电子设备及其它高可靠性电子设备的使用要求，并得到广泛应用。近年来随着这种耐高温高频

PCB 基材的应用逐渐由军工向高可靠性民用电子设备扩展，产量逐年递增 应用领域也在不断扩大，目前该所

具有 15000m2/年的生产能力 。 

  4. 覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板的主要性能 

  目前，国内可以大批量生产覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板的厂家只有国营第 704 厂研究所，其产品型号

为 TB-73。其主要指标及 IPC 标准见表 1。 

性能 
704 厂研究所 

TB-73 

IPC4101 

No41 

试验方法 

IPC-TM-650 的条款 

颜色 自然色，棕褐色 - 目测 

标称板面尺寸及允许偏差，mm 

1000×1000 

1000×500 

500×500 

  用刚直尺测量 

标称厚度 允许偏差 标称厚度 允许偏差 
标称厚度及允许偏差，mm 

0.165-0.299 ±0.038 0.165-0.299 ±0.05 
用千分尺测量 



0.300-0.499 ±0.05 0.300-0.499 ±0.064 

0.500-0.785 ±0.064 0.500-0.785 ±0.075 

0.786-1.039 ±0.10 0.786-1.039 ±0.165 

1.040-1.674 ±0.13 1.040-1.674 0.190 

1.675-2.564 ±0.18 1.675-2.564 ±0.23 

2.565-3.579 ±0.23 2.565-3.579 ±0.30 

3.580-6.35 ±0.30 3.580-6.35 ±0.56± 

 

6.36-以上 由供需双方协商 6.36 以上 由供需双方商定 

 

（1 MHz～1GHz）下介电常数 ≤4.1 ≤5.4 
2.5.5.3 

2.5.5.9 

  由表 1可见，TB-73 板的高频介电性能、耐热性、抗辐射性能、电气性能等性能指标 均优于 IPC4101/41。

  4.讨论 

  704 厂研究所生产的高频电路用覆箔聚酰亚玻纤布层压板，其型号为 TB-73，具有耐高温（Tg≥250℃）、

抗辐射、优异的高频介电性能、机械加工性能及尺寸稳定性，在航天航空等领域及高可靠性电子设备中得到

广泛应用。该基材是当今耐高温及高频电路优选的基材。 
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